
 

 

证券代码：688439                                  证券简称：振华风光 

贵州振华风光半导体股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2023-003 

投资者关系活

动类别 

 

 特定对象调研            分析师会议 

□媒体采访                业绩说明会 

□新闻发布会              □路演活动 

现场参观  

□其他 

参与单位名称 
富国基金、国金证券、泉果基金、国联证券、大成基金、中

金公司、长江证券等 15 家机构 

时间 2023年 3月 1日至 2023 年 3月 12日期间 

地点 公司三楼会议室 

上市公司接待

人员姓名 

总经理赵晓辉、董事会秘书胡锐、董事会办公室主任杨涓禾、

董事会办公室吴潇巍、杨振娴 

 

问题 1:请问公司目前订单的增长情况及在手订单情况如

何？是否存在产能过剩的风险？ 

答：截止目前，公司的订单增长情况符合行业增长水平，

在手订单充足，正有序开展各项生产运营工作，不存在产

能过剩的风险。 

问题 2:请介绍公司的整体竞争优势？ 

答：（1）知识产权优势：公司拥有 59项专利（发明专利

18 项、实用新型专利 41 项）、82项登记集成电路布图设

计专有权，形成的技术成果在信号链及电源管理器中得到

广泛使用； 

（2）科研能力优势：公司具备高可靠集成电路设计、测

试、封装、可靠性、应用支持等能力，集成电路设计采用

正逆向相结合，提供面向全行业的集成电路综合服务，可

为国内用户提供一站式服务； 



 

 

（3）市场布局广泛：公司市场覆盖全国七大片区和十五个

销售网点。客户覆盖国内十大同行业集团，与客户达成长

期密切合作关系； 

（4）研发团队精良：截止目前，研发人员占到全体职工人

数的三分之一以上。自 2018年公司建立股权激励平台以

来，高度重视人才引进和培养，多方面多渠道地挖掘行业

人才； 

（5）研发平台设计能力覆盖 4μm-28nm制程的集成电路，

其中 0.35μm制程能覆盖公司大部分产品； 

（6）封装能力：公司建有超 1500平超净生产车间，拥有

单片、混合、塑封三条贯军标封装生产线，70台以上大型

自动化生产设备，金属陶瓷封装能力年产量超百万，高可

靠塑封能力年产量超千万。封装品种齐全，覆盖面广； 

（7）测试能力：拥有两个国家级别实验室（CNAS、

DILAC），测试能力可满足晶圆级和超小信号等测试，年筛

选产能可达 220万只，测试能力满足宇航级用户需求。 

问题 3:请问公司芯片设计有何优势？ 

答：在芯片设计方面，公司经过长期的技术积累，掌握了

失调电压温度负载稳定性技术、大功率元胞晶体管设计技

术、nV 级超低噪声设计技术等多项关键技术，具备全温

区、长寿命产品的设计开发能力。公司核心产品放大器系

列在国内高可靠集成电路领域型号最全、技术领先。公司

的高速运算放大器、模拟乘法器等系列产品为飞机信号调

理、电机驱动、信号采集、伺服控制、信号处理和通讯传

输等重大科技难题发挥了关键作用，提升了国内高可靠放

大器产品的整体技术水平。2018 年，公司推出国内首款单

芯片小型化轴角转换器，产品转换精度高，最大跟踪速率

高达 3125rps 转速，具有较强适用性，推动了我国集成电路

在轴角转换器领域技术的快速发展。 



 

 

问题 4:请问公司在系统集成电路（SiP)方面的能力如何？ 

答：在系统封装集成电路（SiP）方向，公司掌握了三维多

基板堆叠封装等关键技术，具备从功能设计、电路设计、

基板设计到陶瓷基板制造及封装测试等能力，产品成功应

用于功率放大、火控系统、伺服控制、旋变信号采集等系

统，实现了板卡级向器件级的替代，加快了我国装备整机

系统的集成化、小型化升级。 

问题 5:请问公司产品有固定的降价周期吗？ 

答：公司产品没有固定的降价周期，影响产品价格的因素

较多，如采购成本、产品质量、竞争对手等。 

问题 6:请问公司会在传感器方面做进一步的技术延伸吗？ 

答：公司规划产品的原则是以市场需求和牵引为主，另外

是技术发展的驱动力，通常会选择市场空间大、竞争格局

不激烈的细分领域作为新产品的研究突破方向。 

问题 7:请问 6寸晶圆线设备受技术封锁影响吗？ 

答：该晶圆线从国内可以获取新的设备比较少，主要依靠

从国外获取的二手设备，例如光刻机等，但设备寿命长达

40-50年，进口设备占比较多不会影响晶圆线的正常运行。 

日期 2023年 4月 6日 

 


